IDF (Intel Developer Forum) Spring 2003

Budoucnost ve znamenti tri C

Po priletu na IDF nas jako prvni privitali vSemocni imigrac¢ni ufednici, sedici za 17" LCD
monitory pripojenymi k poslednim modelim pocitaci zvuéné znacky (v centru Silicon Valley
to ani jinak nejde). Ale béda, i v centru Silicon Valley nahle "spadla sit’"' a my jsme museli
¢ekat, nez se podari obnovit komunikaci...

Kdyz pak byla vyvojarska konference Intelu zahajena pod heslem CCC (Computing,
Communication, Convergence - vypocty, komunikace, konvergence), hned jsem si na tuto pfihodu
vzpomnél. Vyznam spojeni vypocetni techniky a komunikace nam byl prakticky demonstrovan jiz hned pfi
pfijezdu.

Jak v uvodnim projevu uvedl CEO Intelu Craig Barrett, obor ICT prochazi stagnaci, ale zajem o
technické novinky je obrovsky. To potvrzuje napfiklad prudce rostouci provoz na internetu i v mobilnich
sitich, zvySujici se zajem o datové mobilni sluzby i bouflivy rozvoj v oblasti digitalniho zvuku a obrazu.
Existuje tedy zna¢na poptavka po novych technologiich a rozvoj oboru tomu musi odpovidat tim, Ze
nabidne zcela nové typy feseni.

Jednim ze zakladl rozvoje modernich technologii je Sirokopasmové pfipojeni. Podle Intelu nejde jen
o rychlou pateini sit' s pfipojenim Gcastnikd napfiklad na bazi DSL, ale i o jeji doplnéni bezdratovymi
technologiemi (GPRS, UMTS, Wi-Fi, Bluetooth) na okraiji sité, ve vefejnych prostorach &i na pracovistich i
v domacnostech uzivateld.

Kdyz spoluzakladatel Intelu Gordon Moore v dubnu 1965 publikoval pfedpoklad, ktery byl nazvan
Moorovym zakonem a podle néhoz se pocet tranzistort na integrovaném obvodu kazdy rok zdvojnasobi,
netusil, Ze vyty€il tempo, jimZ se mikroelektronika rozviji uz témér tficet let (a podle G. Moora vydrzi
nejméné dalsi desetileti). Ze 30 tranzistord na jednom integrovaném obvodu v roce 1965 dosahla hustota
pfi 0,173mm (130nm) technologii jiz 77 miliond. C. Barrett prezentoval snimky tranzistord 90nm (druhé
pololeti 2003), 65nm, 45nm, a dokonce i 32nm technologie, ocekavané v roce 2009. Protoze velikost
tranzistorového prvku je asi polovinou zakladniho modulu, maji tyto tranzistory délku pouhych 15 miliontin
milimetru!

S poctem prvk(, a tedy i s jejich menSimi rozméry roste i vykon €ipQ, ktery je dale posilovan riistem
kapacity cache paméti na Cipu - tim se k miniaturizaci pfipojuje i integrace. Jejim dal$im projevem je
spojovani dvou i vice procesoru na jednom &ipu, opét pfinasejici rust vykonu.

Nedavno uvedeny procesor PXA800F spojuje mikroprocesor architektury XScale, 4 MB Flash
pameéti, signalni procesor a obvody pro Power management a ovladani periferii. Integrace v jednom Cipu
sniZuje vzdalenosti a zjednoduSuje komunikaci mezi jednotkami, takZze zvySuje vykon a sniZuje slozZitost a
cenu systému. PXA800F a jeho nasledovnici (u nich se pocita se stackovanim, kladenim dvou i vice
propojenych €ipu na sebe) maji byt zakladem inteligentnich mobilnich telefon(, které pfinesou mezi
béZné uzZivatele i sluzby dnes vyluéné Spi¢kové. Pro vykonné mobily a PDA komunikatory se pocita s
fadami procesort XScale PXA250 a 260, jejichz moznosti budou také stuprfiovany stackovanim.

Vzorem C+C konvergence by mohla byt integrace radiového modulu do vypocetniho &ipu - jim
vybavené pocitace budou pfipraveny kdykoliv a kdekoliv snadno komunikovat. Bezdratova komunikace
bude asi jesté dlouho "navéSena" na sit' s optickym pfenosem. Na IDF byl poprvé vefejné pfedveden
opticky modulator realizovany v kiemikovém obvodu, schopny posilat data digitalizovaného obrazku
pfimo do optické sité. V laboratofich Intelu byl také nedavno sestrojen laser s laditelnou frekvenci, ktery
umozni zvySeni prdchodnosti optickych siti.

V soucgasnosti se uvadi do praxe technologie Centrino Mobile Technology, zaloZzena na procesoru
Pentium M s &ipsetem Intel 855, DDR paméti, grafikou AGP 4x a komunikacnim Wi-Fi ipem Pro/Wireles
2100. Na IDF byly pfedvedeny tfi notebooky, jeden s procesorem Mobile Pentium 11l 1,2 GHz (dnes
nejuspornéjsi procesor Intelu), dal$i s mobilnim Pentiem 4-M 2,4 GHz a tfeti byl model Centrino Pentium
M 1,6 GHz. Na monitoru byla sledovana jejich spotfeba pfi soubézném pInéni naro€né vypocetni ulohy.
48Wh baterii (proti cca 3 a 3 1/2 hod. u dalSich dvou). Nizka spotfeba nejen procesoru je pro mobilitu
klicova, na IDF byl pfedveden nizkoteplotni displej podobny plazmovému se spotfebou pouhé 3 W. Byl
zde také poprvé verejné prezentovan prototyp palivového ¢lanku pro notebooky, ktery ma pfi shodném
rozmeéru dosahnout tfikrat vy$si kapacity nez klasicka baterie.

Na bazi technologie Centrino uz mnoho renomovanych vyrobcu pfipravilo své nové modely a fada z
nich byla na IDF pfedvedena. Ve druhém pololeti 2003 bude uveden dokonalejSi procesor technologie
Centrino s kédovym nazvem Dothan, postaveny na 90nm technologii.



Centrino je technologie pro "pfilezitostné pfipojené" (occasionally connected) pfistroje, tedy takové,
které se k siti pfipoji, kdyz jsou v dosahu bezdratového pripojného bodu (hot spot). To vyzaduje
dokonalou komunikaci - jedno ze zdokonaleni komunikacnich schopnosti bylo pfedvedeno na pfenosu
datovych soubort z téhoz notebooku soucasné technologiemi Wi-Fi 802.11b i Bluetooth (které pracuji na
blizkych frekvencich a normalné se vzajemné rusi).

Uz pro rok 2004 pfipravuje Intel platformu Newport, ktera ma byt stale pfipojena, musi tedy mit
odpovidajici vykon i vydrz na baterie. Newport uziva zaroven hned &tyfi bezdratové technologie - GPRS,
802.11a i b a Bluetooth - a je vybaven mensim sekundarnim dotykovym displejem, ktery funguje i po
zavieni notebooku. Jeho prostfednictvim bude uzZivatel nepfetrzité pfipojen na web, e-mail, instant
messaging, bude moci vyuzivat spolupraci s osobnim kalendafem, seznamem kontaktt apod.

U desktopovych systému je nejnovéjSim hitem procesor Prescott postaveny na 90nm technologii, k
jehoz vysokému vykonu pfispéji zdokonalené technologie NetBurst a HyperThreading, 13 novych
multimedialnich instrukci, 1MB L2 cache, pamét DDR 400 a 800MHz sbérnice. Na ném budou zalozeny
platformy Canterwood a Springdale (pro profesionalni a bézné uzivatele). Pro rok 2004 je pfipravena
platforma Powersville s jeSté vykonnéjSim procesorem Tejas, paméti DDR2 a grafikou i I/O systémem na
bazi PCI Express.

Sériova propojovaci technologie standardu PCI Express pfispé&je nejen k podstatnému urychleni
komunikace procesoru s grafikou, I/0 a ostatnimi jednotkami, ale i ke sniZeni poétu €ipu na zakladni
desce, protoZe se pfed jednotky nemuseji viazovat bridge Cipy. Proto bude mozné napfiklad zakladni
desku serveru zmenSit asi na polovinu, a tak sniZit rozméry a zvysit vykon systému. PCI Express se
uplatni nejen na Cipsetech a zakladnich deskach, ale i v sitich a je i zakladem nového standardu
NEWCARD. Ten ma nahradit PC karty, ale bude mnohem vykonnégjsi, s nizsi spotfebou a mensimi
rozméry. Uplatni se pfedevsim v mobilnich pfistrojich, ale pocita se s nim i pro dalSi generaci
profesionalnich desktopu (po Canterwoodu), nazvanou Marble Falls. Pfedvedeny vzorek této platformy se
vyznacoval velmi malymi rozméry a dvéma nezavislymi LCD monitory - pfi pfedvadéni byla na jednom
monitoru prostfednictvim 3D grafického rozhrani prohledavana databaze a na druhém opét ve 3D aplikaci
zaroven analyzovana vyhledana data.

Novinek prezentovanych na IDF bylo je$té mnoho. Nedostali jsme se k serverim, novym
technologiim obvodu, k pfedvadénym novym typum aplikaci ani k systémovému softwaru
optimalizovanému pro v§echny typy procesor(l Intel od PXA az po Itanium a jesté k mnoha jinym
tématam. VSechny informace a obsahy vSech prezentaci jsou vSak uvedeny na WWW strankach Intelu a
je nutno pfiznat, Ze realizace zaméra kfemikového obra slibuje zajimavou budoucnost.
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